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Sehr geehrte Damen und Herren,

das vergangene Jahr war durch den Know-how-Transfer
Uber Kopfe gepragt. Wir freuen uns sehr, dass wir die
einschldgige Industrie in Baden-Wirttemberg im Auf-
schwung des vergangenen Jahres besonders kraftig durch
hoch qualifizierte Mitarbeiter unterstiitzen konnten. Auch
Dank der MINT-Initiative des Landes Baden-Wirttemberg
konnten wir neue Mitarbeiter gewinnen, so dass die Kon-
tinuitat beziiglich Know-how und Qualitdt unserer Arbeit
jederzeit sichergestellt war. Mit Anlaufen der neuen Ma-
sterstudiengange an der Universitat Stuttgart und einem
Uiberarbeiteten Lehrangebot in der Aufbau- und Verbin-
dungstechnik dirfen wir uns im IZFM und HSG-IMAT auch
liber ein gestiegenes Interesse seitens der Studierenden
und die damit verbundene verbesserte Gewinnung von
wissenschaftlichem Nachwuchs freuen.

In unserem Haushalt hat sich dieser Transfer in die Indus-
trie so ausgewirkt, dass wir im Gegensatz zu den vergange-
nen Jahren zum ersten Mal unter unseren geplanten Aus-
gaben lagen. Dennoch konnten wir beim Betriebshaushalt
gegeniiber 2010 ein Wachstum von 5% verzeichnen.

Die Fertigung von Prototypen sowie Erst- und Kleinserien
in unserer TransferFab entwickelt sich sehr gut. Etliche
Industrieauftrage mit Stiickzahlen bis zu einigen Tausend
Baugruppen konnten erfolgreich bearbeitet werden.

Sehr bewahrt hat sich dabei die Einfiihrung unseres Qua-
litatsmanagementsystem nach DIN ISO 9001:2008, das im
letzten Jahr zertifiziert wurde. Besonders erfreulich ist in
diesem Zusammenhang das groRe Engagement unserer
Mitarbeiter bei der Umsetzung unseres QMS und der kon-
tinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse zu erwah-
nen, das sich nicht zuletzt in der sehr guten Mitarbeiter-
und Kundenzufriedenheit messbar widerspiegelte.

In unserem diesjdhrigen Jahresbericht finden Sie auch
wieder neue interessante Projektergebnisse. Besonders
zu erwdhnen ist ein Montagesensorsystem fir Fluid-
kupplungen, das zur Einsatzreife entwickelt wurde.
Weiter wurde die Mdéglichkeit aufgezeigt, mit der Inkjet-
Technik funktionale Mikrostrukturen auch auf dreidimen-
sional ausgebildeten Oberflichen mit hoher Auflésung
herzustellen. Hierzu erwarten wir in 2012 weitere hoch
interessante Ergebnisse. Darliber hinaus konnten wir et-
liche anspruchsvolle neue Projekte vorbereiten, wo es
u. a. um einzigartige LOsungen zu anwendungsspezi-
fischen Herausforderungen geht. Daher diirfen wir heute
einem guten Jahr entgegen sehen.

Ich wiinsche Ihnen viel Spall beim Lesen unseres Berichts
und lade Sie ganz herzlich ein, uns auf Lésungen zu lhren
Aufgaben anzusprechen.

.

lhr Heinz Kiick
Institutsleiter des HSG-IMAT und IZFM
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DIE HAHN-SCHICKARD-GESELLSCHAFT

Die Hahn-Schickard-Gesellschaft
fliir angewandte Forschung e.V. (HSG)

Anwendungsorientierte Forschung in der Mikrosystem-
technik und die Umsetzung der Forschungsergebnisse in
die industrielle Praxis bilden die Schwerpunkte der Hahn-
Schickard-Gesellschaft fiir angewandte Forschung e.V.
(HSG).

Die HSG ist eine gemeinntitzige baden-wiirttembergische
Vereinigung von Industrieunternehmen und privaten
Forderern. Sie besteht seit 1955 und trdgt heute zwei
renommierte Institute: Das Institut fiir Mikroaufbautech-
nik (HSG-IMAT) in Stuttgart und das Institut fir Mikro- und
Informationstechnik (HSG-IMIT) in Villingen-Schwen-
ningen und Freiburg.

Die HSG ist ihrer Griindungsidee treu geblieben und
baut Briicken zwischen Industrie und Spitzenforschung
im Einklang mit der sozialen Verantwortung fiir Region,

Mitarbeiter, Partner und Umwelt. Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen, insbesondere kleine und mittel-
standische Unternehmen, sowie die offentliche Hand
sind Vertragspartner der HSG-Institute. In deren Auftrag
bearbeiten sie zukunftsorientierte Entwicklungs- und
Forschungsprojekte.

Die Institute der HSG setzen Ideen in realistische
Entwicklungen und konkrete Innovationen um und
starken somit die regionale, nationale und internationa-
le Wettbewerbsfahigkeit von Indusrieunternehmen. Da-
mit tragen sie zur Starkung des Wirtschaftsstandortes
Deutschland bei. Im Berichtsjahr 2011 bearbeiteten
die mehr als 170 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der HSG Auftrdge von Industrieunternehmen
und der offentlichen Hand mit einem Volumen von
9 Mio. Euro.

Wilhelm Schickard (1592 bis 1635)

Philipp Matthaus Hahn (1739 bis 1790)



Organe und Organisation der HSG

AUFSICHTSRAT

Vorsitzender:
MITGLIEDERVERSAMMLUNG MinDirig G. LeBnerkraus

(jeweils 4 Mitglieder aus Wirtschaft,

H S( ; HAHN-SCHICKARD - GESELLSCHAFT Wissenschaft und Behérden)
fiir angewandte Forschung e.V.

Kontrolle Strategische Kontrolle

Fiihrung des Vereins

HSG-IMIT HSG-IMAT

Leiter: Prof. Dr. H. Reinecke
Zentrale

Prof. Dr. Y. Manoli . Leiter: Prof. Dr. H. Kiick
Dienste HSG .
Prof. Dr. R. Zengerle Sitzz  Stuttgart
C. Pecha

Villingen-Schwenningen

Stand: 01/2012



Vorstand und Aufsichtsrat

VORSTAND

Vorsitzender:

Dr. Harald Stallforth AESCULAP AG

Stellv. Vorsitzende:

Ernst Kellermann Marquardt GmbH

Uwe Remer 2E mechatronic GmbH & Co. KG
Dr. Wolfgang Spreitzer GRUNER AG

Schatzmeister:
Thomas Albiez

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

AUFSICHTSRAT
Vorsitzender:
Ministerialdirigent Giinther LeBnerkraus

Ministerium fiir Finanzen und Wirtschaft Baden-Wiirttemberg

Dr. Georg Bischopink

Robert Bosch GmbH

Prof. Dr. Volker Saile

Karlsruher Institut fiir Technologie

Eckehardt Keip

Northrop Grumman LITEF GmbH

Dr. Rupert Kubon

Oberbiirgermeister Grof3e Kreisstadt Villingen-Schwenningen

Dr. Mirko Lehmann

IST AG

Prof. Dr. Johann L6hn

Steinbeis-Stiftung, Prasident der Steinbeis-Hochschule Berlin

Prof. Dr. Ulrich Mescheder

Hochschule Furtwangen, Institut fiir angewandte Forschung

Prof. Dr. Wolfgang Osten

ITO - Institut fiir Technische Optik, Universitdt Stuttgart

Dr.-Ing. Peter Post

Festo AG & Co. KG

Prof. Dr. Jiirgen Riihe

Institut fir Mikrosystemtechnik, Albert-Ludwigs-Universitdt Freiburg

Ministerialratin Susanne Ahmed

Ministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Wiirttemberg

Stand: 01/2012



Mitgliedschaft bei der HSG

Mehr als 60 Firmen nutzen heute die Arbeit der HSG und
ihrer Institute. Als Mitglied der Hahn-Schickard-Gesell-
schaft unterstiitzen Sie nicht nur die wissenschaftlichen
und wirtschaftspolitischen Ziele der Gesellschaft, Sie par-
tizipieren auch an den Leistungen - insbesondere dem
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DAS HSG-IMAT

Das HSG-IMAT

Institut fur Mikroaufbautechnik

Das HSG-IMAT steht fiir industrienahe, anwendungsori-
entierte Forschung, Entwicklung und Fertigung in der
Mikrosystemtechnik. Das Institut ist spezialisiert auf die
Gehduse-, Aufbau- und Verbindungstechniken fiir Mi-
kro- und miniaturisierte Systeme auf der Basis von Kunst-
stoffbauteilen, insbesondere Moulded Interconnect De-
vices (MID). Es beschaftigt etwa 38 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (FTE) bei einem Haushalt von knapp 3,1 Mio.
Euro und arbeitet in enger Kooperation mit dem Insti-
tut fiar Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik der
Universitat Stuttgart.

In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Industrie
realisiert das HSG-IMAT innovative Produkte und Tech-
nologien in den Zukunftsfeldern Nachhaltige Mobilitat,
Umwelt- und Ressourcenschonung, Gesundheit und
Pflege sowie Information und Kommunikation. Davon pro-
fitieren die Bereiche Maschinenbau, Automobiltechnik,
Automatisierungstechnik und Medizintechnik.

Kompetenzen:

MID-Technologien

* LPKF-LDS®-Technologie

* Semi-additive Laser-MID-Technik
* 2K-MID-Technik

* Heilpragen

* Metallisierung

Kunststoffmikrobauteile

* Konstruktion

* Prazisionswerkzeugbau

* Mikrospritzguss

* Ultraprazisionsbearbeitung

Das HSG-IMAT arbeitet entsprechend einem nach DIN ISO
9001:2008 zertifizierten Qualitdtsmanagementsystem.
Dies ermoglicht die Forschung und Entwicklung mit Part-
nern in reglementierten Markten wie dem Automobilbau,
dem Luftverkehr, der Sicherheitstechnik oder der Me-
dizintechnik. Zu den herausragenden Starken zdhlen die
Gesamtbetreuung und Verantwortung von der Idee bis
zur Produktion sowie die kurze ,,Time-to-market‘-Spanne.
Das Angebot des HSG-IMAT umfasst auch die Herstellung
von Prototypen, Erst- und Kleinserien sowie den Transfer
der Produktionstechnologie.

Optische und kapazitive Sensoren
* Drehgeber

* Neigungssensoren

* Touch-Sensoren

¢ Drucksensoren

Mikrodosierung
* Mikroventile
* Mikropumpen

Gedruckte Mikrostrukturen
Chip- und SMD-Montage
Modellierung und Zuverlassigkeit

@

Zertifiziert nach
DIN ISO 9001: 2008



Struktur und Ansprechpartner

HSG-IMAT
INSTITUTSLEITUNG
Prof. Dr. H. Kiick

Konstruktion,

S Werkzeugbau + Spritzguss

Drucktechnik

Aktoren + Sensoren

Metallisierung Modellierung +
Zuverldssigkeit

Mikromontage

Institutsleitung:
Prof. Dr. H. Kiick

Telefon: +49 711 685-83710
E-Mail: kueck@hsg-imat.de

Sekretariat:
P. Hoffmann
Telefon: +49 711 685-83711
E-Mail: hoffmann@izfm.uni-stuttgart.de

Lehre [ 1IZFM:
Dipl.-Ing. R. Mohr

Telefon: +49 711 685-83713
E-Mail: mohr@izfm.uni-stuttgart.de

Administration HSG-IMAT:
C. Bellezer
Telefon: +49 711 685-83712
E-Mail: bellezer@hsg-imat.de
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Zentrale Dienste HSG:
C. Pecha
Telefon: +49 7721 943-190
E-Mail: clemens.pecha@hsg-imit.de

Abteilung Technologie:
Dr. W. Eberhardt
Telefon: +49 711 685-83717
E-Mail: eberhardt@hsg-imat.de

Abteilung Bauelemente + Systeme:
Prof. Dr. H. Kiick
Telefon: +49 711 685-83710
E-Mail: kueck@hsg-imat.de



Das Institut in Zahlen

Entwicklung des Haushalts in T Euro

Entwicklung der Investitionen in T Euro
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Stadrken biindeln - Synergien nutzen

»Networking ist unser Erfolgskonzept fiir den schnellen
Aufbau von Know-how. Fiir die Mikrosystemtechnik und
die Miniaturisierung haben wir ein stabiles Netz gekniipft.
Es verbindet Ausbildung und Lehre, Forschung und Ent-
wicklung, Produktion und Vermarktung und liefert frucht-
bare Synergien. Im weltweiten Verbund mit anderen
Forschungseinrichtungen generieren die HSG-Institute

microTEC

Sudwest

¢ ¢

FAIM

Angewandte Informatik
und Mikrosystemtechnik e.V.

IMTEK®

st Universitat Stuttgart

/
innBW

laufend neues Wissen, das sie in eigene Projekte einflieRen
lassen. Nachwuchskrafte bringen zusatzlich Dynamik,
Ideen und Innovationskraft in den Verbund ein. So garan-
tieren wir, jederzeit auf dem aktuellen Stand der Technik
zu sein. Diesen Technologievorsprung geben wir unmittel-
bar an unsere Kunden, Mitglieder und Partner weiter!

= [ 1 |
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BADEN-WURTTEMBERG
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S ot applications
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Kompetenznetzwerk
Mechatronik
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Auszug aus unseren Netzwerken und Kooperationen



Hightlights 2011

Montagesensor priift Kraftstoffleitung
Winkelmessung mit hdchster Performance
Kleinserienfertigung in der TransferFab

Mehr Sicherheit mit Simulation

Reinigung in der Fertigung von laserbasierten 3D-MID
Drucken von feinsten Leiterbahnen
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Montagesensor priift Kraftstoffleitung

Verborgene Schnellkupplungen lassen sich kiinftig au-
tomatisch liberpriifen. Ein Montagesensor priift, ob die
Kupplung richtig verrastet ist und stellt diese Information
drahtlos bereit. So werden Kraftstofftanks noch sicherer.

In einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt von HSG-
IMAT und A. Raymond GmbH & Co. KG wurde ein innova-
tiver Montagesensor entwickelt. Der Sensor {berprift
zuverldssig die Schnellkupplungen sicherheitsrelevanter
Flissigkeitsleitungen an schwer zugdnglichen Stellen -
beispielsweise an Kraftstoffleitungen in Benzintanks. Der
Sensor erkennt, ob das Verbindungselement richtig zu-
sammengesteckt wurde und eingerastet ist.

Durch minimale Anderungen konnten bestehende Kupp-
lungen von A. Raymond um diesen Sensor erweitert wer-
den. Dabei haben die Entwicklungspartner eine extrem
kostengiinstige Technologie verwendet, die ohne Strom-
versorgung und zusdtzliche Elektronik auskommt.

Das HSG-IMAT hat das entsprechende Lesesystem ent-
wickelt, mit dem es méglich ist, die Informationen eines
oder mehrerer Sensoren und damit den Montagezustand
der Kupplungen durch die Wand des Kraftstofftanks hin-
durch zu erfassen.

Kraftstofftank mit Pumpen, Leitungen und fluidischen Schnellkupplungen
Quelle: Inergy Automotive Systems, Internetprdsenz
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Fluidische Schnellkupplung mit Montagesensor

Diese Entwicklung ermdglicht erstmals eine komplette
und heutigen Qualitatsanforderungen entsprechende Do-
kumentation bei der Montage von Kraftstofftanks. Der
Montagezustand der Schlauchkupplung ldsst sich sofort
ermitteln, anzeigen und automatisch dokumentieren.
Fehlerhaft bestiickte Tanks kénnen in der Fertigung so-
fort nachgebessert werden. Zulieferer kénnen Ausfallra-
ten und Kosten durch gepriifte und qualifizierte Produkte
reduzieren.

Ein-Antennen-Lesesystem



Winkelmessung mit héchster Performance

Am HSG-IMAT entsteht die ndchste Generation von Sen-
soren fiir Neigung und Drehwinkel.

Nach dem erfolgreichen Transfer des kapazitiven Nei-
gungssensors zur Firma 2E mechatronic kommt jetzt die
ultraprazise elektronische Wasserwaage. Sie basiert auf
dem gleichen Messprinzip wie der Neigungssensor. Aller-
dings betragt der Messbereich nur wenige Winkelgrad,
die dafiir aber mit allerh6chster Prazision ausgelesen
werden. So lassen sich Neigungen von einem tausendstel
Grad genau erfassen. Zur Veranschaulichung: Der Sensor
kénnte erkennen, wenn unter einen 5 Meter langen Bal-
ken auf einer Seite ein menschliches Haar gelegt wiirde.

Auch der optische Drehgeber setzt neue MaR3stdbe in der
Industrie. Mit einer GréRe von 12x12x15 mm? ist er so klein
wie eine Fingerkuppe. Innen sitzt eine Leiterplatte mit
optoelektronischen Komponenten. Eine kostengiinstige
Plastikscheibe, hergestellt wie eine DVD, kodiert die Win-
kelstellung bei Drehbewegungen. Sie muss bei der Monta-
ge nicht justiert werden - einimmenser Fortschritt gegen-

Elektronische Wasserwaage

Uber bisherigen optischen Drehgebern. Der Sensor ldsst
sich in Standard-Bestlickungsprozessen auf Leiterplatten
I6ten. Es ist geplant, die optische Drehgebertechnologie
2012 in der TransferFab des HSG-IMAT in die Serie zu liber-
fihren.

Miniaturisierter Drehgeber
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Kleinserienfertigung in der TransferFab

Blinde konnen sich kiinftig leichter durchs Internet kli-
cken. Grafikfahige Braille-Displays helfen ihnen dabei. Sie
bestehen aus komplexen, spritzgegossenen Schaltungs-
tragern. Die Komponenten lassen sich jetzt in Kleinserie
fertigen.

Die HSG-IMAT TransferFab hat 2011 den Grundstein fiir die
Kleinserienfertigung komplexer, dreidimensionaler Schal-
tungstrager (MID-Module) fir ein internetféhiges Braille-
Display hergestellt. Im Verbundprojekt SeskoM — Teil der
Produktionsplattform PRONTO im Spitzencluster Micro-
Tec Sudwest - gelang es zundchst, die technologischen
Prozesse und die Infrastruktur der Fertigungsanlagen den
Anforderungen anzupassen.

Spezifische Mehrfach-Werkstiicktrager bilden ein Kern-
element der Fertigung. Sie passen flexibel in die Stan-
dard-Handhabungssysteme der automatisierten Anla-
gen. Laserstrukturierung mittels LPKF-LDS®-Technologie
bringt das Schaltungslayout auf die MID-Module. Auf3en-
stromlose Metallbeschichtung erzeugt die Leiterbahnen.
Klebstoffbasierte 3D-Mikromontage fligt vorbestiickte

MID basiertes Braille-Modul

Leiterplatten-Baugruppen in die Module ein. Herstel-
lungsbegleitende Priifschritte sind in den Prozessablauf
integriert.

Mit dem Konzept der HSG-IMAT TransferFab lassen sich
MID-Module fertigen. Diese stellen eine wichtige Kom-
ponente des internetfdhigen Braille-Displays dar, das die
METEC AG aus Stuttgart im Rahmen des Verbundprojekts
Hyperbraille entwickelt hat. Das Display wird es Blinden
kiinftig erleichtern, Internetseiten zu lesen.

Automatisierte 3D-Montage der Leiterplatten
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Mehr Sicherheit mit Simulation

Simulationsverfahren am HSG-IMAT verbessern die Ent-
wicklung spritzgegossener, dreidimensionaler Schal-
tungstréger. Man sieht vorher, was in der Fertigung pas-
siert und wo Risiken lauern.

Die 3D MID-Technologie breitet sich weiter aus. Spritzge-
gossene Schaltungstrager fir kleine, dreidimensionale
elektronische Baugruppen finden sich in Smartphones
genauso wie in der Kraftfahrzeugtechnik. Die Schaltungs-
trager sind rauen Einsatzbedingungen wie extremer
Feuchtigkeit, starken Erschiitterungen und hohen Tempe-
raturschwankungen von bis zu 165 °C ausgesetzt.

Fir Systemhersteller kommt es darauf an, schon in der
Entwicklungsphase beurteilen zu kénnen, ob die Kompo-
nenten die Garantiezeit fehlerfrei liberstehen. Der kon-
ventionelle Weg: Man unterzieht Entwicklungsmuster
einem kiinstlichen Alterungsprozess. Das ist teuer und
kostet Zeit — besonders wenn unvorhergesehene Risiken
auftreten.

Zur Risikoabschdtzung bieten sich rechnergestiitzte Si-
mulationsverfahren an. Das HSG-IMAT hat sich auf diesem
Gebiet eine herausragende Expertise erarbeitet und setzt

Pocan DP 17140 LDS (thermoelastic) Plate 1.5 mm

MID auf Leiterplattenaufbau

insbesondere in 3D MID-Projekten innovative Techniken
ein. Die ganzheitliche Simulation des Schaltungstréagers
erlaubt bereits wahrend der Entwurfsphase zuverldssige
Aussagen zu mechanischen Belastungen, Materialverhal-
ten, Lebensdauer und Ausfallursachen. Die Entwickler
gewinnen grofitmogliche Transparenz und eine solide
Grundlage fiir die effiziente Konstruktion zuverldssiger
Baugruppen. Schnell und Kosten sparend spezifiziert man
Designs, Bauteile, Materialparameter und Montagepro-
zesse.

- EXPlaengs
EXP gpaat

+DIGI laengs
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Ganzheitliche Simulation von MID durch Simulatorkopplung

Vorhersage von Rissen in Lotstellen
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Reinigung in der Fertigung von laserbasierten 3D-MID

Mit effizienten Reinigungsverfahren lasst sich die Quali-
tdt der Leiterstrukturen auf laserbasierten spritzgegos-
senen Schaltungstrigern verbessern. Neben wéssrigen
Reinigungssystemen empfiehlt sich die CO -Schneestrahl-
reinigung.

Im Rahmen eines Projekts der Industriellen Gemein-
schaftsforschung (IGF) hat das HSG-IMAT in 2011 Reini-
gungsverfahren untersucht, die vor allemin der Fertigung
dreidimensionaler, spritzgegossener Schaltungstrager
(3D-MID) mit der LPKF-LDS®-Technologie einsetzbar sind.
Es zeigte sich, dass die ultraschallunterstiitzte nassche-
mische Reinigung vor dem Metallisierungsprozess eine
hohe Effizienz und Flexibilitdt bietet — vor allem bei gro-
Beren Strukturen fiir breitere Leiterbahnen. Bei groRen
Substraten kann auch die Wasserstrahlreinigung Vorteile
bieten.

Alternativ zu den wassrigen Reinigungssystemen kommt
die CO,-Schneestrahlreinigung in Betracht. CO-Schnee
weist eine gute Reinigungswirkung auf. Aulerdem zeigte
sich, dass der CO_-Schneestrahl die Oberflichen- und
Kantenrauheit der Leiterbahnen reduzieren kann. Das ist
vorteilhaft fiir nachfolgende Prozesse der Aufbau- und

CO,-Schneestrahlreinigung von 3D-MID
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3D-MID mit feinen Mdander- und Kammstrukturen

Verbindungstechnik. Darliber hinaus eignet sich die
CO,-Schneestrahlreinigung, wenn feinste Strukturen
gefordert sind. Strukturbreiten bis zu 150 um lassen sich
zuverldssig realisieren - je nach Werkstoff und Substrat.

Die Reinigung spielt in der MID-Fertigung eine wichtige
Rolle, weil bei der Laserstrukturierung der Schaltungs-
layouts Ablationsprodukte zuriickbleiben. Diese miissen
vor der Metallisierung entfernt werden, weil sie zu Kurz-
schliissen fiihren kénnen und die Ausbeute deutlich redu-
zieren. Qualitat, Potenzial und Wirtschaftlichkeit von la-
serbasierten MID-Technologien hdngen also unmittelbar
von der Effizienz des Reinigungsverfahrens ab.



Drucken von feinsten Leiterbahnen

Digitale Druckverfahren wie Inkjet und Aerosol Jet® eig-
nen sich fiir den volladditiven Aufbau von Funktionsstruk-
turen. So lassen sich auch feine Leiterbahnen auf unter-
schiedlichste Substrate drucken. Das Drucklayout liegt
dabei als einfaches digitales Bild vor, weshalb sich Layout-
Anderungen rasch und unkompliziert umsetzen lassen.

Durch die Verwendung von nanopartikuldren Silbersus-
pensionen kann die Aushdrtung von gedruckten Leiter-
strukturen bei vergleichsweise geringen Temperaturen
erfolgen. Daher kénnen auch Bauteile aus spritzgegos-
senen Thermoplasten eingesetzt werden. Neben der ther-
mischen Aushdrtung kann man je nach Anwendungsfall
auf eine Aushdrtung mit UV-Licht zuriickgreifen.

Abhadngig vom Substratmaterial kénnen mit der Inkjet-
Technologie Leiterbahnsysteme mit einem minimalen
Mitte-Mitte-Abstand von nur 100 pm realisiert werden.
Dabei lassen sich auch schrage Flachen bedrucken, wo-
durch neben 2D-Substraten auch 3D-Substrate mit geeig-
neter Geometrie eingesetzt werden kdnnen.

Profilaufnahme von gedruckten Leiterbahnen

Mittels Inkjet gedruckte Leiterbahnen auf einem 3D-Substrat

Neben dem Aufbau von ein- und mehrlagigen Leiter-
bahnsystemen untersucht das HSG-IMAT derzeit, wie
mit Drucktechniken kostengiinstig Sensoren aufgebaut
werden konnen. Vielversprechende Anwendungen lie-
gen neben Intrusionssensoren insbesondere im Bereich
von Temperatur- und Dehnungssensoren. Der Einsatz von
Drucktechniken erméglicht hierbei den Wegfall von auf-
wandigen Montageschritten und Verklebungen, da die
Sensorstrukturen direkt auf das Substrat aufgedruckt
werden kdnnen.

Mittels Inkjet gedruckte Leiterbahnen mit 100 um
Mitte-Mitte-Abstand
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